Editorial

Zuverléssigkeit - Sicherstellung durch abgestimmte
Technologieketten, passende Kontaktierung
und gut designte, aktive Bauelemente

Wie Sie sicherlich gemerkt haben, ist dies nun schon
die dritte Ausgabe in diesem Jahr, die sich in der Rub-
rik Forschung & Technologie dem Thema Zuverlas-
sigkeit widmet. Hierzu konnten wir Thnen beginnend
mit der Mérz-Ausgabe Fachbeitrige zu Methoden,
Maéglichkeiten und Trends von modernen Priiftech-
niken von kompetenten Autoren anbieten. In der
Mai-Ausgabe folgten dann Beitrdgen zur Lebens-
dauer von SMD-Kontakten und
Korrosionsphanomenen in mikro-
elektronischen Systemen. In dieser
Ausgabe konnen wir Thnen dank
der Unterstiitzung schreibwilliger
Experten wieder mehrere Bei-
trdge zum Thema Zuverldssigkeit
présentieren.

Der erste Beitrag betrachtet
das Thema Zuverldssigkeit und
Betriebssicherheit implantierbarer
Medizinprodukte in einer etwas
,distanzierten Sicht’ und geht
dabei auf Auswirkung der Abstim-
mung beteiligter Partner iiber die
gesamte Technologiekette eines
Produktes ein. Um alle Erwartungen an die Funkti-
onsweise und Zuverldssigkeit eines elektronischen
Produktes erfiillen zu kdnnen, sollten sich die finalen
Hersteller darauf einlassen, ihre Zulieferer moglichst
realititsgetreu mit den Anforderungsprofilen ihrer
Produkte und Produktweiterentwicklungen vertraut
zu machen. Dies scheint in manchen Branchen auch
unter Berticksichtigung von Geheimhaltungsgrund-
sdtzen ganz gut, in anderen Branchen nicht ganz so
gut zu funktionieren. Welche Potenziale damit ver-
schenkt werden macht der Beitrag recht deutlich.

Der zweite Beitrag widmet sich der Untersuchung
von Schidigungsmechanismen von Einpresskontak-
ten bei thermisch induzierter beschleunigter Alterung
und leitet daraus Parameter fiir Raffungsmodelle ab.

Nicht ganz uninteressant wird dabei auch themati-
siert, inwieweit unsere verkiirzten Lebensdauer-Test-
bedingungen realistisch und relevant fiir die Praxis
sind.

Auch wenn alle, die sich dem Thema Aufbau- und
Verbindungstechnik und Zuverldssigkeit von Berufs-
wegen befassen wissen, dass die Bauelemente und
Kontaktverbindungen auf die Dauer thermodyna-
mischen, vibrations-, feuchte- ,
feld- und strahlungsinduzierten
Belastungen nicht standhalten
konnen, arbeiten wir aufgrund
von Branchen- und Kundenanfor-
derungen mit allem Nachdruck
daran, die Zuverldssigkeit auch
mit verschérften Randbedingun-
gen weiter zu erhohen. In dem
dritten Beitrag geht es dabei um
Zuverldssigkeitsuntersuchungen
an einer hochtemperaturtaug-
lichen SOI-CMOS-Technologie.
Sowohl im zweiten als auch im
dritten Beitrag wird deutlich, dass
die Sicherstellung und Verbesse-
rung der Zuverlassigkeit elektrischer Bauelemente
und Baugruppen ohne Simulationsrechnungen nicht
moglich ist. Wir hoffen Thnen den Stand und den
Trend der Technik in diesem Gebiet mit noch nachfol-
genden Fachbeitrigen verdeutlichen zu kénnen. Um
diese Fachzeitschrift mit fundierten Inhalten ausstat-
ten zu konnen, bedarf es immer wieder bereitwilliger
Autoren, die sich im Interesse aller die Zeit fiir diese
Aufgabe nehmen. Allen diesen Autoren sei gedankt —
und die Leser seien angespornt, selbst Beitrige zu
schreiben und der Redaktion anzubieten.
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